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Wenn Sie sich mit ASRock in Verbindung setzen oder mehr {iber ASRock erfahren méchten,
besuchen Sie bitte die ASRock-Website unter http://www.asrock.com; oder wenden Sie sich
fiir weitere Informationen an Ihren Héndler. Fiir technische Fragen senden Sie bitte ein
Support-Anfrageformular an https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

E-Mail: info@asrock.com.tw

ASRock EUROPE B.V.
E-Mail: sales@asrock.nl

ASRock America, Inc.

E-Mail: sales@asrockamerica.com

Scannen Sie den QR-Code, um weitere Handbiicher und Dokumente
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Kapitel 1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das ASRock B760M-H/M.2 entschieden haben - ein
zuverldssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualititskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitit und Besténdigkeit erfiillt.

konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geindert werden. Falls diese
Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne weitere
Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe in Bezug
auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen Informationen
iiber das von IThnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstiitzter VGA-
Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite. ASRock-Webseite http://www.asrock.com.

Q Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden

1.1 Lieferumfang

¢ ASRock B760M-H/M.2 Motherboard (Micro-ATX-Formfaktor)
¢ ASRock B760M-H/M.2 Bedienungsanleitung

¢ 1xE/A-Abschirmung

o 2x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

e 3 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)



1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Arbeits-
speicher

Erweiterungs-
steckplatz

Grafikkarte

Micro-ATX-Formfaktor

ten ten

Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren der 13'" & 12"" Generation
(LGA1700)

Unterstiitzt Intel® Hybrid-Technologie

Unterstiitzt Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

Unterstiitzt Intel® Thermal Velocity Boost (TVB)

Unterstiitzt Intel® Adaptive Boost Technology (ABT)

Intel® B760

Dualkanal-DDR5-Speichertechnologie

2 x DDR5-DIMM-Steckplitze

Unterstiitzt ungepufferten DDR5-Non-ECC-Speicher bis
7200+(0C)*

1DPC 1R bis 7200+ MHz (OC), 5600 MHz nativ.

1DPC 2R bis 6800+ MHz (OC), 5200 MHz nativ.
Systemspeicher, max. Kapazitit: 96GB

Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitatsliste
auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

CPU:

1 x PCle 4.0 x16-Steckplitze (PCIE1), unterstiitzt x16-Modus*

Chipsatz:

2 x PCle-3.0-x1-Steckplitze (PCIE2 und PCIE3)*
1 x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ 2230-WLAN/BT-PCle-

WLAN-Modul

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

¢ Integrierte Intel® UHD Graphics-Visualisierung und VGA-

Ausginge konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

e Intel® X*-Grafikarchitektur (12. Gen.)
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e 1x HDMI 2.1 TMDS-kompatibel, unterstiitzt HDCP 2.3 und max.
Auflosung bis zu 4K 60 Hz

e 1x DisplayPort 1.4 mit DSC (komprimiert), unterstiitzt HDCP 2.3
und max. Auflosung bis zu 8K 60 Hz/ 5K 120 Hz

Audio e 7.1-Kanal-HD-Audio (Realtek ALC897-Audiocodec)

LAN ¢ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
e Realtek 8111H

USB ¢ 1x USB-3.2-Genl-Type-C (hinten)
e 5x USB 3.2 Genl Type-A (3 hinten, 2 vorne)
e 5x USB 2.0 (2 hinten, 3 vorne)
* Alle USB-Ports unterstiitzen Schutz gegen elektrostatische Entladung

Riickblende * 2x Antennenmontagepunkte
E/A e 1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss
¢ 1x HDMI-Port
e 1x DisplayPort 1.4
¢ 1x USB-3.2-Genl-Type-C Port
¢ 3x USB-3.2-Genl-Type-A Ports
e 2x USB 2.0-Ports
e 1x RJ-45-LAN-Port
e HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

Speicher CPU:
¢ 1x Hyper-M.2-Sockel (M2_1, Key M), unterstiitzt Typ-2260/2280-
PClIe-Gen4x4-Modus (64 Gb/s)*
Chipsatz:
e 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_2, Key M), unterstiitzt Typ-2280-
SATA-III-6,0-Gb/s- und PCle-Gen3x4- (32 Gb/s) Modi*
® 4 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse**

* Unterstiitzt Intel® Volume Management Device (VMD)

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

** Wenn M2_2 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_3 deaktiviert.

RAID ¢ Unterstiitzt RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10 fiir SATA-

Speichergerite



Anschluss ¢ 1x SPI-TPM-Stiftleiste
¢ 1x Gehiuseeingriff- und Lautsprecher-Stiftleiste
¢ 1x CPU-Liifteranschluss (4-polig)*
¢ 1x Anschluss fiir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)**
¢ 2 x Anschluss Gehiduse/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)***
¢ 1x24-poliger ATX-Netzanschluss
* 1x 8-poliger 12-V-Netzanschluss
¢ 1 x Audioanschluss an Frontblende
e 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt drei USB 2.0-Ports)
e 1 x USB 3.2-Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.2-Gen1-Ports)
* CPU_FANI unterstiitzt eine Liifterleistung bis max. 1 A (12 W).
** CPU_FAN2/WP unterstiitzt eine Liifterleistung bis max. 2 A (24 W).
** CHA_FAN1~2/WP unterstiitzen eine Liifterleistung bis max.
2A (24 W).
*** CPU_FAN2/WP und CHA_FAN1~2/WP kénnen automatisch
erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger Liifter verwendet wird.

BIOS- e AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung grafischer
Funktion Benutzerschnittstellen

Betriebs- ¢ Microsoft® Windows® 10 64 Bit / 11 64 Bit

system

Zertifizierun- ¢ FCC,CE
gen o ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-

A Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von
Ubertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zéhlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine
Ubertaktung kann sich auf die Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten
und Gerite Ihres Systems beschidigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten
durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche Schiden, die durch

eine Ubertaktung verursacht wurden.



1.3 Motherboard-Layout
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Nr. Beschreibung

1 ATX-12-V-Netzanschluss (ATX12V1)

2 CPU-/Wasserpumpen-Liifteranschluss (CPU_FAN2/WP)

3 CPU-Liifteranschluss (CPU_FAN1)

4 2x288-polige DDR5-DIMM-Steckplitze (DDR5_A1, DDR5_B1)
5  Gehause-/Wasserpumpen-Liifteranschluss (CHA_FAN1/WP)
6  ATX-Netzanschluss (ATXPWR1)

7  USB 3.2 Genl-Stiftleiste (USB32_4_5)

8 SATA3-Anschluss (SATA3_0)

9  SATA3-Anschluss (SATA3_1)

10 SATA3-Anschliisse (SATA3_2) (oben), (SATA3_3) (unten)

11  SPI-TPM-Stiftleiste (SPI_TPM_J1)

12 Systemblende-Stiftleiste (PANEL1)

13 CMOS-Jumper leeren (CLRMOS1)

14  Gehduseeingriffs- und Lautsprecher-Stiftleiste (SPK_CI1)

15  Gehduse-/Wasserpumpen-Liifteranschluss (CHA_FAN2/WP)
16 USB 2.0-Stiftleiste (USB_5)

17 USB 2.0-Stiftleiste (USB_3_4)

8 Audiostiftleiste Frontblende (HD_AUDIO1)

—
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1.4 E/A-Blende

o 2]

(3]
(4]
) |@
—| | ®
O

(5]

=

® (10} (9] (7] (6]
(8]
Nr. Beschreibung Nr. Beschreibung
1 PS/2-Maus-/Tastaturanschluss 7 USB-3.2-Genl-Type-A-Port (USB32_3)

USB-3.2- Genl-Type-C-Port

2 LAN RJ-45-Port*
J-45-Por (USB32_TCI)

3 Line-Eingang (hellblau)** 9 USB-3.2-Genl-Type-A-Port (USB32_12)
4 Vorderer Lautsprecher (limettengriin)** 10 HDMI-Port

5 Mikrofon (rosa)** 11 DisplayPort 1.4

6 USB 2.0-Ports (USB_12)

* Zwei LEDs an jedem LAN-Port. In der Tabelle unten ist die Bedeutung der LED-Anzeigen fiir den LAN-Port
beschrieben.

AKT/LINK-LED
GESCHWINDIGKEITS-LED

o~

LAN-Port
Aktivitat/Verbindung-LED Geschwindigkeit-LED

Status Beschreibung Status Beschreibung
Aus Keine Verbindung Aus Verbindung mit 10 Mbit/s
Blinkend Datenaktivitat Orange Verbindung mit 100 Mbit/s
Ein Verbindung Griin Verbindung mit 1 Gbit/s

** Funktion der Audioanschliisse in einer Konfiguration mit 7.1-Kanal:

Port Funktion

Hellblau (Riickblende) Hinterer Lautsprecherausgang
Limettengriin (Riickblende) Vorderer Lautsprecherausgang

Rosa (Riickblende) Mittel-/Subwoofer-Lautsprecher-Ausgang
Limettengriin (Frontblende) Seitenlautsprecher-Ausgang



1.5 Blockdiagramm

_ HDMI

DDIB

_ Display Port

DDIC

Intel Raptor Lake
Processor
Socket 1700

DMI Gen4 x4

Rear USB 2.0 2 port

480Mb/s

Rear USB 3.2 Gen1 Type C

5Gb/s

Rear USB 3.2 Gen1 Type A 3 port

5Gb/s

Front USB 3.2 Gen1 2 port

5Gb/s

_ Front USB 2.0 3 port

480Mb/s

_ SATA 4 port

SATA 6Gb

Intel
700 Series
Chipset

T

_ FAN x4

_ H/W Monitor

[ i

SIO NCT6796D

128-bit Dual-Channel Memory x 2 Slots

Channel A DDRS5 Slot x1

Channel B DDRS5 Slot x1

Gen4 x16 PCle x16 Slot (x16)

Gend x4 M.2 Key M PCle Gen4 x4

Gen3 x4 M.2 Key M(PCle Gen3 x4/SATA)

Gen3 x1 PCle x1 Slot

Gen3 x1 PCle x1 Slot

Gen3 x1 M.2 Key E

Gen3 x1 RTL8111 1G LAN

hhbLLALEE

AZ(HD Audio) ALC897 (8 jack Audio)

SPI Flash ROM 128Mb

UART port x1

KB/MS

l
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Kapitel 2 Installation

Dies ist ein Motherboard mit Micro-ATX-Formfaktor. Bevor Sie das Motherboard einbauen,

sollten Sie die Konfiguration Ihres Gehduses tiberpriifen, um sicherzustellen, dass das

Motherboard in das Gehause passt.

Sicherheitsvorkehrungen vor der Installation

Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmafinahmen, bevor Sie Motherboard-Komponenten

installieren oder Motherboard-Einstellungen dndern.

Das Netzkabel muss abgezogen werden, bevor Sie die Motherboard-Komponenten
installieren oder entfernen. Andernfalls kann es zu korperlichen Verletzungen und
Schdden an den Motherboard-Komponenten kommen.

Um Schdden durch statische Elektrizitit an den Komponenten des Motherboards zu
vermeiden, stellen Sie Thr Motherboard NIEMALS direkt auf einen Teppich. Denken
Sie auch daran, ein geerdetes Handgelenkband zu verwenden oder einen geerdeten
Gegenstand zu beriihren, bevor Sie die Komponenten anfassen.

Fassen Sie die Komponenten an den Kanten an und beriihren Sie nicht die Schaltungen.
Wenn Sie Komponenten ausbauen, legen Sie sie auf eine geerdete antistatische Unterlage
oder in den Beutel, der mit den Komponenten geliefert wurde.

Ziehen Sie die Schrauben, mit denen Sie das Motherboard am Gehiduse befestigen, nicht

zu fest an! Andernfalls kann das Motherboard beschédigt werden.



10

2.1 Installation der CPU

A

1. Bevor Sie die 1700-polige CPU in den Sockel einsetzen, priifen Sie bitte, ob die PnP-Kappe
auf dem Sockel sitzt, ob die CPU-Oberfliche verunreinigt ist oder ob Stifte im Sockel
verbogen sind. Setzen Sie die CPU nicht gewaltsam in den Sockel ein, wenn eine der oben
genannten Situationen vorliegt. Andernfalls wird die CPU schwer beschddigt.

2. Ziehen Sie alle Stromkabel ab, bevor Sie die CPU einbauen.
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Bitte bewahren Sie die Abdeckung auf und bringen Sie sie wieder an, wenn der Prozessor
entfernt wird. Die Abdeckung muss angebracht werden, wenn Sie das Motherboard zum

Kundendienst einschicken méchten.

S

11
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2.2 Installation des CPU-Lifters und des Kiihlkorpers
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2.3 Installation von Speichermodulen (DIMM)

Dieses Motherboard verfiigt iiber zwei 288-polige DDR5 (Double Data Rate 5)-DIMM-
Steckpldtze und unterstiitzt die Dual-Channel-Speichertechnologie.

A

. Fiir eine Dual-Channel-Konfiguration miissen Sie immer identische DDR5-DIMM-Paare

(gleiche Marke, Geschwindigkeit, Grofie und Chip-Typ) installieren.

. Es ist nicht moglich, die Dual-Channel-Speichertechnologie zu aktivieren, wenn nur ein

Speichermodule installiert sind.

. Es ist nicht erlaubt, ein DDR-, DDR2-, DDR3- oder DDR4-Speichermodul in einen DDR5-

Steckplatz einzubauen; andernfalls konnen das Motherboard und das DIMM beschddigt
werden.

. Das DIMM passt nur in einer korrekten Ausrichtung. Wenn Sie das DIMM mit Gewalt und

in der falschen Ausrichtung in den Steckplatz einfiihren, werden das Motherboard und das
DIMM dauerhaft beschidigt.

13
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2.4 Anschluss der Frontblendenstiftleiste

° —

PANEL1

Systemblende-Stiftleiste Frontblende Drihte
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2.6 Installation des Motherboards
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2.7 Installation der SATA-Laufwerke

Optisches Laufwerk

SATA-Laufwerk

SATA-Datenkabel
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2.8 Installation einer Grafikkarte
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Erweiterungssteckplatze (PCle-Steckplatze)

Auf dem Motherboard befinden sich 3 PCI Express-Steckplatze.

Bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren, vergewissern Sie sich bitte, dass die
A Stromversorgung ausgeschaltet oder das Netzkabel abgezogen ist. Bitte lesen Sie die

Dokumentation der Erweiterungskarte und nehmen Sie die notwendigen Hardware-

Einstellungen fiir die Karte vor, bevor Sie mit der Installation beginnen.

PCle-Steckplitze:

PCIE1 (PCle 4.0 x16-Steckplatz) wird fiir Grafikkarten mit PCle x16-Lane-Breite verwendet.
PCIE2 (PCle 3.0 x1-Steckplatz) wird fiir Grafikkarten mit PCIe x1 Lane-Breite verwendet.
PCIE3 (PCle 3.0 x1-Steckplatz) wird fiir Grafikkarten mit PCle x1 Lane-Breite verwendet.

21
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2.9 AnschlieBen von Peripheriegeraten
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2.10 AnschlieBen der Stromanschlisse
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23



24

2.11 Einschalten
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2.12 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,kurzgeschlossen®. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen".

W W

Short Open

CMOS-16schen-Jumper

(CLRMOS1) (siehe Seite 5, Nr. 13)

CLRMOS1 ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS
beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit und
Systemeinrichtungsparameter. Zum Loschen und Riicksetzen der Systemparameter auf

die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel;
schlielen Sie dann die Kontakte an CLRMOS1 3 Sekunden mit einer Jumper-Kappe kurz.
Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-Léschung zu entfernen. Falls
Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie

das System zunéchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Loschung herunter.

)
&
]
1
E

CLRMOS1

2-poliger Jumper

B760M-H/M.2

SReck

ooRS
[
[
=
=

Kurzgeschlossen: CMOS 16schen
Offen: Standard

=L

]
| =] 4
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2.13 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

A

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen
Stiftleisten und Anschliissen kinnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Systemblende-Stiftleiste
(9-polig PANELL1) (siehe Seite 5, Nr. 12)

Verbinden Sie Ein-/Austaste, Reset-Taste und Systemstatusanzeige am Gehduse

entsprechend der nachstehenden Pinbelegung mit dieser Stiftleiste. Beachten Sie vor

Anschlief3en der Kabel die positiven und negativen Kontakte.

L TN

~

B
E

PANELI1

PLED+

B760M-H/M.2

f
NSReck
FEEEEEEE]

e
o
o
00R5
[
[

] [
]
| g

CEEED) e G [EE o

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten lsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitiits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitct-LED,
Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschlieflen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste
sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
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Gehduseeingriffs- und Lautsprecher-Stiftleiste
(7-polig SPK_CI1) (siehe Seite 5, Nr. 14)
Bitte verbinden Sie Gehauseeingriffsvorrichtung und den Gehauselautsprecher mit dieser

Stiftleiste.

| &= ==
[ : SPK_CI1
H SPEAKER
g DUMMY

/SReck
(EEEEEREED

T SIGNAL
I (| GND
DUMMY

o1 [
. ﬂ -
O 1 R
ianc] E@ o GEEL])

Serial-ATA-III-Anschliisse

Vertikal:

(SATA3_0) (siehe Seite 5, Nr. 8)
(SATA3_1) (siehe Seite 5, Nr. 9)

Winkel rechts:

(SATA3_2) (siehe Seite 5, Nr. 10) (obere)
(SATA3_3) (siehe Seite 5, Nr. 10) (unten)

Diese vier SATA-III-Anschliisse unterstiitzen SATA-Datenkabel fiir interne Speichergerite

mit einer Dateniibertragungsgeschwindigkeit bis 6,0 Gb/s.
* Wenn M2_2 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird SATA3_3 deaktiviert.

I
i
4]
]
]
E}

I—
SATA3_1
[—=1
SATA3_0

SATA3_3

NSReck
EEEEED
I—1
SATA3_2
—1

EELE
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USB 2.0-Stiftleisten
(9-polig USB_3_4) (siehe Seite 5, Nr. 17)
(4-polig USB_5) (siehe Seite 5, Nr. 16)

Es gibt zwei Stiftleisten an diesem Motherboard.

N

] USB_3_4

USB_PWR
B

NSReck | B760M-HM2
mmm A
\ 4

o
o0m

[

[
=3
=

H
IE

o 0| L st
1 0 »
- [] U O = ), eno
O 1 P-
Esine ] o L) UsB_PWR

USB 3.2 Genl-Stiftleiste
(19-polig USB32_4_5) (siehe Seite 5, Nr. 7)
Es gibt eine Stiftleiste an diesem Motherboard. Diese USB-3.2-Gen1-Stiftleiste kann zwei

Ports unterstiitzen.

J

j = =
] . USB32_4_5
2
i Vbus
H Vbus IntA_PB_SSRX-
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Audiostiftleiste Frontblende
(9-polig HD_AUDIOL1) (siehe Seite 5, Nr. 18)

Diese Stiftleiste dient dem Anschlieflen von Audiogeriten an der Frontblende.
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High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss dazu
jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen in

unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

Gehiuse-/Wasserpumpen-Liifteranschlusse
(4-Polig CHA_FAN1/WP) (siche Seite 5, Nr. 5)
(4-polig CHA_FAN2/WP) (siehe Seite 5, Nr. 15)

Dieses Motherboard bietet zwei 4-polige Wasserkithlung-Gehauseliifteranschliisse. Falls Sie

einen 3-poligen Gehéuse-Wasserkiihlerliifter anschlieflen mochten, verbinden Sie ihn bitte

mit Kontakt 1 bis 3.
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CPU-Liifteranschluss

(4-polig CPU_FANT1) (siehe Seite 5, Nr. 3)

Dieses Motherboard bietet einen 4-poligen CPU-Liifteranschluss (lautloser Liifter).
Falls Sie einen 3-poligen CPU-Liifter anschliefSen méchten, verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.
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CPU-/Wasserpumpen-Liifteranschluss

(4-polig CPU_FAN2/WP) (siehe Seite 5, Nr. 2)

Dieses Motherboard bietet einen 4-poligen Wasserkiithlung-CPU-Liifteranschluss. Falls Sie
einen 3-poligen CPU-Wasserkiihlerliifter anschlieflen méchten, verbinden Sie ihn bitte mit

Kontakt 1 bis 3.
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ATX-Netzanschluss
(24-polig ATXPWRI) (siehe Seite 6, Nr. 5)

Dieses Motherboard bietet einen 24-poligen ATX-Netzanschluss. Bitte schlieflen Sie es zur

Nutzung eines 20-poligen ATX-Netzteils entlang Kontakt 1 und Kontakt 13 an.
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ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig ATX12V1) (siehe Seite 5, Nr. 1)

Dieses Motherboard bietet einen 8-poligen ATX-12-V-Netzanschluss. Bitte schlieffen

Sie es zur Nutzung eines 4-poligen ATX-Netzteils entlang Kontakt 1 und Kontakt 5 an.

*Warnung: Bitte stellen Sie sicher, dass das Stromkabel der CPU und nicht das der
Grafikkarte angeschlossen ist. Schlielen Sie das PCIe-Stromkabel nicht an diesen

Anschluss an.
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SPI-TPM-Stiftleiste
(13-polig SPI_TPM_]J1) (siehe Seite 5, Nr. 11)

Dieser Anschluss unterstiitzt das SPI Trusted Platform Module- (TPM) System, das
Schliissel, digitale Zertifikate, Kennworter und Daten sicher aufbewahren kann. Ein
TPM-System hilft zudem bei der Starkung der Netzwerksicherheit, schiitzt digitale
Identititen und gewéhrleistet die Plattformintegritat.
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2.14 Installationsanleitung zu M.2 WLAN/BT-PCle-WLAN-
Modul

Der M.2 ist ein kleiner, vielseitiger Card-Edge-Anschluss, der mPCle und mSATA ersetzen
soll. M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ 2230-WLAN/BT-PCle-WLAN-Modul.
* Der M.2-Sockel unterstiitzt keine SATA-M.2-SSDs.

WLAN/BT-Modul installieren

Schritt 1

Bereiten Sie ein Typ-2230-WLAN/
BT-PCle-WLAN-Modul und die

Schraube vor.

Schritt 2

Suchen Sie nach der Mutternposition,
die verwendet werden soll.

Platinenldnge: 3cm
Modultyp: Typ 2230
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Schritt 3

Setzen Sie das WLAN/BT-PCle-
WLAN-Modul vorsichtig in den M.2-
Steckplatz ein. Bitte beachten Sie, dass
das Modul nur richtig herum in den
Steckplatz passt.

Schritt 4

Fixieren Sie das Modul, indem Sie die
Schraube mit einem Schraubendreher
anziehen. Ziehen Sie die Schraube
nicht iiberméfig stark an; andernfalls
kann das Modul beschidigt werden.
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2.15 M.2 SSD-Modul Installationsanleitung (M2_1)

Der M.2 ist ein kleiner, vielseitiger Card-Edge-Anschluss, der mPCle und mSATA ersetzen
soll. Der Hyper-M.2-Sockel (M2_1, Key M) unterstiitzt Typ-2260/2280-PCle-Gen4x4-
Modus (64 Gb/s).

Installation des M.2-SSD-Moduls

Schritt 1

Legen Sie ein M.2 SSD-Modul und

@ die zugehorige Schraube bereit.
Schritt 2
, P} , Bestimmen Sie je nach
r 1
/ 1} | Platinenausfiihrung und Lénge IThres
M.2 SSD-Moduls die richtige Stelle
ﬂ fiir die Mutter.

R
-©

Mutternposition A B
Platinenlénge 6 cm 8cm
Modultyp Typ 2260  Typ 2280
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Schritt 3

Versetzen Sie den Abstandhalter je
nach Modultyp und -ldnge.

Der Abstandhalter wird per Vorgabe
an Position B platziert. Uberspringen
Sie die Schritte 3 und 4, fahren Sie
direkt mit Schritt 5 fort, wenn Sie die
Standardmutter verwenden.
Andernfalls 16sen Sie den
Abstandhalter mit der Hand.

[, By

Schritt 4

Losen Sie die gelbe Schutzfolie von
der Mutter, die zum Einsatz kommt.
Ziehen Sie den Abstandhalter an der
gewiinschten Mutternposition am
Motherboard mit der Hand an.

Schritt5

Setzen Sie das M.2-SSD-Modul
sorgfiltig an den M.2-Steckplatz an,
schieben Sie das Modul vorsichtig
ein. Bitte beachten Sie, dass das M.2-
SSD-Modul nur richtig herum in den
Steckplatz passt.

Schritt 6

Fixieren Sie das Modul, indem Sie die
Schraube mit einem Schraubendreher
anziehen. Ziehen Sie die Schraube
nicht iibermafig stark an; andernfalls
kann das Modul beschidigt werden.

Die aktuelle Unterstiitzungsliste fiir M.2-SSD-Module finden Sie auf unserer Website:

http://www.asrock.com
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2.16 M.2-SSD-Modul Installationsanleitung (M2_2)

Der M.2 ist ein kleiner, vielseitiger Card-Edge-Anschluss, der mPCle und mSATA ersetzen
soll. Der Ultra-M.2-Sockel (M2_2, Key M), unterstiitzt Typ-2280-SATA-III-6,0-Gb/s- und
PClIe-Gen3x4- (32 Gb/s) Modi.

* Wenn M2_2 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird SATA3_3 deaktiviert.

Installation des M.2-SSD-Moduls

Schritt 1

Legen Sie ein M.2 SSD-Modul und

die zugehorige Schraube bereit.
Schritt 2
L O J Bestimmen Sie je nach
Platinenausfithrung und Lange Thres
M.2 SSD-Moduls die richtige Stelle
fiir die Mutter.

A
Mutternposition A
Platinenldnge 8cm
Modultyp Typ 2280
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Schritt 3

Setzen Sie das M.2-SSD-Modul
sorgfiltig an den M.2-Steckplatz an,
schieben Sie das Modul vorsichtig
ein. Bitte beachten Sie, dass das M.2-
SSD-Modul nur richtig herum in den
Steckplatz passt.

Schritt 4

|

Fixieren Sie das Modul, indem Sie die

Schraube mit einem Schraubendreher

anziehen. Ziehen Sie die Schraube

’4 V nicht iibermafig stark an; andernfalls
kann das Modul beschddigt werden.

Die aktuelle Unterstiitzungsliste fiir M.2-SSD-Module finden Sie auf unserer Website:

http://www.asrock.com
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WARNUNG

DIESES PRODUKT ENTHALT EINE KNOPFBATTERIE

Eine Knopfbatterie kann bei Verschlucken zu schweren Verletzungen oder zum
Tod fithren.

Bitte bewahren Sie die Batterien auflerhalb der Sicht und Reichweite von
Kindern auf.

NUR KALIFORNIEN, USA

Die in dieser Hauptplatine verwendete Lithiumbatterie enthilt Perchlorat, eine giftige
Substanz, die durch die vom kalifornischen Gesetzgeber erlassenen Vorschriften ,,Best
Management Practices® fiir Perchlorat (BMP) kontrolliert wird. Wenn Sie die Lithium-
Batterie in Kalifornien, USA, entsorgen, beachten Sie bitte vorab die entsprechenden
Vorschriften.

»Perchlorat-Material - besondere Handhabung kann gelten, siehe
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate®

NUR AUSTRALIEN

Unsere Waren sind mit Garantien ausgestattet, die nach dem australischen Verbrauchergesetz
nicht ausgeschlossen werden konnen. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Riickerstattung
im Falle eines groleren Defekts sowie auf Entschidigung fiir alle anderen verniinftigerweise
vorhersehbaren Verluste oder Schiden, die durch unsere Waren verursacht wurden. Sie
haben auch Anspruch auf Reparatur oder Ersatz der Waren, wenn die Waren nicht von
akzeptabler Qualitit sind und es sich nicht um einen schwerwiegenden Fehler handelt.
Wenn Sie Hilfe benétigen, wenden Sie sich bitte an ASRock, Tel.: +886-2-28965588 ext.123
(es fallen die tiblichen internationalen Gespréchsgebiihren an)

UK
CA

ASRock INC. erklért hiermit, dass dieses Gerit mit den grundlegenden Anforderungen und
anderen relevanten Bestimmungen der entsprechenden UKCA-Richtlinien iibereinstimmt.
Den vollstindigen Text der UKCA-Konformititserklarung finden Sie unter:
http://www.asrock.com
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ASRock INC. erklirt hiermit, dass dieses Gerit mit den grundlegenden Anforderungen und
anderen relevanten Bestimmungen der entsprechenden Richtlinien tibereinstimmt. Den
vollstindigen Text der EU-Konformititserklarung finden Sie unter: http://www.asrock.com

ASRock folgt bei der Entwicklung und Herstellung seiner Produkte dem Konzept des
umweltfreundlichen Designs und stellt sicher, dass jede Phase des Produktlebenszyklus
eines ASRock-Produkts mit den weltweiten Umweltvorschriften tibereinstimmt. Dariiber
hinaus legt ASRock die relevanten Informationen auf der Grundlage der gesetzlichen
Anforderungen offen.

Unter https://www.asrock.com/general/about.asp?cat=Responsibility finden Sie
Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen, die ASRock einhalt.

Werfen Sie das Motherboard NICHT in den Hausmiill. Dieses Produkt wurde

so konzipiert, dass eine ordnungsgeméfle Wiederverwendung von Teilen und

Recycling méglich ist. Dieses Symbol der durchgestrichenen Miilltonne auf

Ridern bedeutet, dass das Produkt (elektrische und elektronische Gerite) nicht

in den Hausmiill gegeben werden darf. Informieren Sie sich iiber die 6rtlichen
B Vorschriften fiir die Entsorgung von elektronischen Produkten.
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